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Micron 2026 财年 Q2 单季度业绩创历史新高

——电子行业周报（2026/3/16-3/22）

强于大市 投资要点：

 本周（2026/3/16-3/22）SW 电子行业指数（-2.84%），涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300
指数（-2.19%）。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信（+2.10%），银行（+0.36%），
食品饮料（-0.48%），公用事业（-2.35%），煤炭（-2.46%），涨跌幅后五分别为：有色
金属（-11.82%），基础化工（-10.53%），钢铁（-10.29%），综合（-7.99%），建筑材
料（-7.95%）。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：分立器件（+5.17%），半
导体设备（+0.16%），印制电路板（-0.74%），涨跌幅后三分别是：LED（-7.04%），电
子化学品Ⅲ（-6.65%），半导体材料（-6.01%）。

 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：深华发 A（+61.01%），源杰科技
（+26.80%），国科微（+21.34%），长光华芯（+17.39%），雅创电子（+15.31%）。
涨跌幅排名后五的股票分别是：华灿光电（-16.14%），京泉华（-15.35%），铜峰电子
（-15.23%），威尔高（-14.58%），中富电路（-14.34%）。

 Micron 发布 2026 财年第二季度财报。美东时间 2026 年 3 月 18 日，Micron 发布 2026
财年第二季度财报。当期公司实现营业收入 238.6 亿美元，同比增长 196.3%、环比增长
74.9%；归母净利润 137.85 亿美元，同比增长 770.8%、环比增长 163.1%；综合毛利率达
74.41%，创公司历史新高。分业务来看，DRAM 业务实现营收 188 亿美元，同比增长 207%、
环比增长 74%，营收占比 79%，受行业供需紧张及 AI 服务器高端需求拉动，产品 ASP 环比
上涨约 65%；NAND Flash 业务营收 50 亿美元创历史新高，同比增长 169%、环比增长 82%，
营收占比 21%，凭借高毛利企业级产品优化结构，产品 ASP 环比上涨 75%-79%。为匹配市
场需求，公司上调资本开支规划，2026 财年资本支出预计超 250 亿美元，2027 财年将继续
大幅增长，重点投向 HBM 及 DRAM 产能建设。

 Samsung 深化与 NVIDIA 合作，公布 2nm HBM5 开发计划。2026 年 3 月 17 日，据韩国
媒体 Business Korea 报道，Samsung 正式披露下一代高带宽内存（HBM）技术开发路线，
同时官宣与 NVIDIA 的产业链合作进一步深化。公司已确认正在开发第八代高带宽内存
HBM5，该产品核心底层芯片（Base die）将采用 Samsung 自研的 2nm 工艺打造;针对第九
代迭代产品 HBM5E，Samsung 计划提前在核心存储芯片上应用基于 1D 工艺（第七代 10
纳米级）的 DRAM，提前锁定高端 AI 存储赛道的技术先发优势。此外，NVIDIA 在本届 GTC
2026 大会上重磅发布的新款人工智能（AI）推理专用芯片“Groq 3 语言处理单元（LPU）”，
已正式委托三星晶圆代工事业部负责生产，将采用三星已实现成熟量产的 4nm 工艺制造，此
次合作不仅标志着 Samsung 与 NVIDIA 的产业绑定从此前单一的存储芯片供应，延伸至先
进制程晶圆代工的全链条合作。

 NVIDIA 将与 Qunity Electronics 合作研发半导体先进材料。2026 年 3 月 18 日，NVIDIA
宣布与 Qnity Electronics 达成合作，共同研发用于半导体制造的先进材料，以及面向人工智
能与高性能计算的先进封装技术。Qnity Electronics 于 2025 年 11 月从杜邦公司电子业务
部门分拆而来，技术布局覆盖芯片制造、先进封装、热管理三大板块；2025 年财报显示，公
司 15%的营收已锁定 AI 数据中心市场。

 投资建议：Micron 2026Q2 业绩爆发，AI 驱动高端存储量价齐升；Samsung 作为 NVIDIA
Rubin 架构核心 HBM 供应商，产能已通过长单全额锁定，进一步印证存储行业高景气度。
当前存储涨价周期持续上行，建议重点关注国产存储产业链上市公司投资机会。

 风险提示：AI 算力需求不及预期；存储芯片价格上涨不及预期；技术迭代不及预期的风险。

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：

资料来源：聚源数据，爱建证券研究所
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1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数（-2.84%），涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300 指数（-2.19%）。

SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信（+2.10%），银行（+0.36%），食品饮

料（-0.48%），公用事业（-2.35%），煤炭（-2.46%），涨跌幅后五分别为：有色

金属（-11.82%），基础化工（-10.53%），钢铁（-10.29%），综合（-7.99%），

建筑材料（-7.95%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所
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1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：分立器件（+5.17%），半导体设备

（+0.16%），印制电路板（-0.74%），涨跌幅后三分别是：LED（-7.04%），电子

化学品Ⅲ（-6.65%），半导体材料（-6.01%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：深华发 A（+61.01%），源杰科

技（+26.80%），国科微（+21.34%），长光华芯（+17.39%），雅创电子（+15.31%）。

涨跌幅排名后五的股票分别是：华灿光电（-16.14%），京泉华（-15.35%），铜峰

电子（-15.23%），威尔高（-14.58%），中富电路（-14.34%）。
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图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五 图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

资料来源：iFinD，爱建证券研究所 资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数（SOX）本周涨跌幅为+0.31%，恒生科技指数本周涨跌幅为-2.12%。

图表 5：本周费城半导体指数 图表 6：本周恒生科技指数

资料来源：iFinD，爱建证券研究所 资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是：半导体（-0.41%），电子（+0.60%），

电脑及周边设备（+0.03%），光电（-0.71%），通信网路（+4.61%），电子零组

件（+6.43%），电子通路（+8.64%），资讯服务（-0.94%），其他电子（-1.67%）。
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图表 7：2025 年 4 月-2026 年 3 月中国台湾电子指数涨跌幅一览

资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 Micron 发布 2026 财年第二季度财报

美东时间 2026 年 3 月 18 日，Micron 公布 2026 财年第二季度财报。财报数据显

示，公司当期营业收入达 238.6 亿美元，同比增长 196.29%，环比增长 74.89%；净

利润达 137.85 亿美元，同比增长 770.81%，环比增长 163.07%；当期毛利率达

74.41%。

分业务板块来看，Micron 2026 财年第二季度业绩增长由 DRAM 与 NAND Flash

存储业务共同拉动：

1）DRAM 业务：当期实现营收 188 亿美元，同比大幅增长 207%，环比增长 74%，

营收占比达 79%。受全球存储行业供需持续紧张、AI 服务器高端 DRAM 需求井喷推

动，本季度 DRAM 产品 ASP 环比上涨约 65%。

2）NAND Flash 业务：当期营收创下 50 亿美元的历史新高，同比增长 169%，环比

增长 82%，营收占比为 21%。尽管消费级市场竞争仍较为激烈，但公司凭借高毛利

的企业级、数据中心级产品优化产品组合，推动 NAND 产品 ASP 环比涨幅达

75%-79%。

为满足持续攀升的市场需求，美光大幅加码全球制造布局。2026 财年资本支出预计

将超过 250 亿美元，此次增加的部分主要源于与洁净室设施相关的资本支出，包括

已完成收购的力晶半导体铜锣厂及美国晶圆厂项目。Micron 预计，2027 财年资本支
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出将继续大幅增长，以支持与 HBM 及 DRAM 相关的投资。其中建设相关支出同比

增加超 100 亿美元。

全球扩产方面，铜锣厂预计 2028 财年开始出货，爱达荷州首座晶圆厂预计 2027 年

中期投产，纽约晶圆厂已动工，日本广岛洁净室扩建顺利推进；NAND 领域，新加

坡新工厂已破土动工，预计 2028 年下半年投产；印度组装测试工厂已实现商业发货，

新加坡 HBM 封装工厂预计 2027 年投入运营。

2.2 Samsung 深化与 NVIDIA 合作，公布 2nm HBM 开发计划

2026 年 3 月 17 日，据韩国媒体 Business korea 报道，Samsung 已确认正在开发

第八代高宽带内存 HBM5，其底层芯片（Base die）将采用 2nm 工艺。对于第九代

HBM5E，该公司计划提前在核心芯片上应用基于 1D（第七代 10 纳米级）工艺的

DRAM。

同时，NVIDIA 在本届 GTC 2026 大会上重磅发布的新款人工智能（AI）推理专用芯

片“Groq 3 语言处理单元（LPU）”，已正式委托三星晶圆代工事业部负责生产，

将采用三星成熟量产的 4nm 工艺制造。此次合作也标志着 Samsung 与 NVIDIA 的

产业绑定，从此前单一的存储芯片供应，延伸至先进制程晶圆代工领域，同时也是

NVIDIA 推进 AI 芯片供应链多元化布局的关键动作。

2.3 NVIDIA 将与 Qnity Electronics 合作研发半导体先进材料

2026 年 3 月 18 日，NVIDIA 宣布与 Qnity Electronics 达成合作，共同研发用于半

导体制造的先进材料，以及面向人工智能与高性能计算的先进封装技术。

Qnity Electronics 于 2025 年 11 月从杜邦公司电子业务部门分拆而来，技术布局覆

盖芯片制造、先进封装、热管理三大板块；2025 年财报显示，公司 15%的营收已锁

定 AI 数据中心市场。

2.4 领益智造旗下立敏达成为 NVIDIA Rubin 架构供应商

2026 年 3 月 16 日 GTC 大会期间，领益智造旗下子公司立敏达（Readore）作为中

国大陆企业，正式进入英伟达新一代 Rubin 架构 Manifold（分水器）生态，现场展

出 UQD/MQD 快接头、Inner Manifold 等核心液冷产品。

NVIDIA 本次发布的 Rubin 全液冷架构，通过冷板吸收芯片运行热量，经由 Inner

Manifold、UQD/MQD 快接头、Rack Manifold 组成的管路系统完成外部热交换，

冷却液回流形成闭环散热。

随着 Rubin GPU 功耗突破 2000W，全液冷已成为 AI 算力标配，液冷市场加速放量。
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2.5 STMicroelectronics 宣布与 NVIDIA 合作开发 Physical AI

2026 年 3 月 16 日，STMicroelectronics（意法半导体）宣布与 NVIDIA 合作开发

Physical AI，重点覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人及医疗保健机器人四大

领域。

STMicroelectronics 将发挥其在硬件领域的优势，把自身传感器、微控制器和电机

控制解决方案，全面集成到英伟达机器人生态系统中，实现软硬件协同发力，助力物

理人工智能技术在各类机器人场景的快速落地。

3. 风险提示
1）AI 算力需求不及预期。当前半导体行业多数细分赛道的增长核心依赖全球 AI 算

力建设的持续放量，若大模型技术落地进度不及预期，导致全球云厂商、AI 企业的

资本开支收缩，将直接影响 AI 芯片、存储等配套产业链的需求增长。

2）存储芯片价格上涨不及预期。当前存储板块的核心投资逻辑依赖产品 ASP 持续上

涨带来的业绩弹性，若存储厂商扩产进度超预期、AI 服务器高端需求放缓，将造成

存储芯片价格上涨不及预期甚至回落。

3）技术迭代不及预期的风险。半导体行业技术迭代速度快，HBM、先进制程、先进

封装、Physical AI 等领域均存在持续的技术升级需求，若相关企业技术研发进度不

及预期，将面临产品竞争力下滑的风险。
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